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Zhen Ding Technology Holding  

Investor Conference 
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 Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Revenue  22,988 34,696 44,280 55,369 64,483 75,954 85,738 82,393 109,238 117,913 120,068 

 Gross margin 18.61% 13.37% 15.79% 19.46% 18.44% 18.86% 19.16% 15.22% 16.33% 22.10% 22.67% 

 Net income 1,184 711 2,356 4,056 5,471 6,735 7,731 3,456 6,772 11,536 12,402 

   Net income     

   attributable to the   

    parent company 

    1,184         711      2,356      4,138      5,471      6,735      7,731      3,456      5,172      8,448  8,685 

 Cash (Note 1) 1,291 1,797 4,084 8,756 10,016 23,482 31,572 30,241 33,296 49,154 43,071 

 Depreciation &   

 Amortization 
2,297 2,807 3,008 3,375 3,742 4,293 4,850 5,295 5,679 6,820 7,955 

 Capital 6,640 6,464 6,699 7,034 7,386 7,386 8,047 8,047 8,047 8,047 9,022 

 ROE (Note 2) 10.82% 5.54% 15.34% 21.27% 23.77% 23.33% 20.82% 8.59% 14.49% 17.30% 14.72% 

 Debt ratio 67.08% 69.70% 67.03% 66.28% 64.06% 62.54% 53.70% 59.72% 55.33% 44.25% 35.41% 

2020/09/18更新: 

 

• 2019年營收:  

    120,068 

• 2019年資本額:  

    9,022 

• 2019年ROE:  

    14.72 

• 註: 單位百萬元
新台幣 

 

2020/11/09更新: 

 

• 2019-2020  

    營業毛利 

• 2019-2020  

    稅後淨利 

• 2019-2020  

    歸屬母公司 

    淨利 

投資人關係 

2020/11/09 

更新 

Note: 

(1) Cash includes cash & cash equivalents and current financial assets at fair value through profit or loss. 

(2) The change of 2019 ROE is due to the increase of total equity resulting mainly from 3,601 million RMB fundraising of the Company’s 

subsidiary – Avary’s IPO. 



3 

投資人關係 

2020/11/09 

更新 

 Period Jan – Sep, 2020  Jan – Sep, 2019  

 Revenue  76,079 78,095 

 Gross margin 18.37% 20.59% 

 Net income 5,453 7,208 

Net income     
attributable to the parent company 

3,777 5,005 

 Cash (Note 1) 38,851 43,340 

 Depreciation & Amortization 5,973 5,842 

 Capital 9,022 9,022 

 Debt ratio 37.97% 38.86% 

Note: Cash includes cash & cash equivalents and current financial assets at fair value through profit or loss. 
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投資人關係 

2020/11/09 

更新 

2020/11/09更新: 

 

• 2020全球布局
新增:半導體深
圳園區、淮安
第一園區、淮
安第二園區、
淮安第三園
區、高雄園區 

(規劃中)以及桃
園(先豐通訊)  

董辦 

2020/11/05 

更新 
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Shenzhen Park II 
Shenzhen Park I 

董辦 

2020/11/06 

更新 

投資人關係 

2020/11/09 

更新 

2020/11/09更新: 

 

• 刪除禮鼎園區 
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董辦 

2020/11/05 

更新 

幕僚室 

2020/10/23 

確認 
Land area: 101,172 square feet/ 152 acres 

Building space: 240,446 square feet 

2020/11/06更新: 

 

• 標題 & 圖片: 

    深圳第一園區    

    實景圖 



7 

董辦 

2020/11/06 

更新 

2020/11/06更新: 

 

• 標題 & 圖片: 

    跨河人行橋 

    二岸實景圖 

投資人關係 

2020/11/06 

更新 
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SA05廠房   （已建） 

SA06廠房   （在建） 

餐廳及宿舍 

 （在建） 

     倉庫 

 （在建） 

   變電站 

 （在建） 

Land area: 45,115 square feet/ 68 acres 

Building space: 180,233 square feet 

Groundbreaking: Sep. 13, 2018 

董辦 

2020/11/05 

更新 

幕僚室 

2020/10/23 

確認 

2020/11/06更新: 

 

• 標題 & 圖片: 

    深圳第二園區   

    鳥勘圖 

 

• 項目總建築面
積：180,233平
方米 
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ZA01 
ZA02 

ZA03 

ZA04 

廢水廠 

Land area: 214,893 square feet/ 322 acres 

Building space: 221,716 square feet 

2020/11/09更新: 

 

• 標題 & 圖片: 

   淮安第一園區  

    效果圖 

 

• 項目總用地面
積：214, 893

平方米/322畝 

 

• 項目總建築面
積：221,716平
方米 

董辦 

2020/11/05 

更新 

幕僚室 

2020/10/28 

更新 
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Width of bridge: 22m 

Width of river: 36m 

Height of bridge: 5~6m 

Depth of river：2~3m 

2020/11/06更新: 

 

• 標題: 

    淮安第二 園區 

    實景圖 

董辦 

2020/11/05 

更新 

幕僚室 

2020/10/23 

確認 
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深圳东路 

珠海东路 

幕僚室 

2020/10/23 

確認 

北 

2020/11/06更新: 

 

• 標題: 

    淮安第二園區 

    鳥瞰圖 

Land area: 336,423 square feet/ 505 acres 

Building space: 584,613 square feet  

Groundbreaking: Jan. 8, 2015  

Pilot production: Jan. 30, 2016 
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綜合研發樓 

中央倉庫 

廠房二 

廠房一 
甲類倉 

水處理中心 
(生) 

(純) 

(廢) 

廠房三 

廠房四 

淮安第二園區 

淮安第三園區 

2020/11/06更新: 

 

• 標題 & 圖片: 

    淮安第三園區 

    鳥瞰圖 

 

2020/11/09更新: 

 

• 項目總用地面
積：214,140平
方米/321畝 

 

• 項目總建築面
積：337,350平
方米 

 

董辦 

2020/11/05 

更新 

幕僚室 

2020/10/28 

更新 

Land area: 214,140 square feet/ 321 acres 

Building space: 337,350 square feet 
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2020/11/06更新: 

 

• 標題 & 圖片: 

    秦皇島園區 

    實景圖 

董辦 

2020/11/05 

更新 

投資人關係 

2020/11/06 

更新 
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幕僚室 

2020/10/23 

更新 

2020/10/23更新: 

 

• 項目總建築面
積：376,949平
方米 

Land area: 413,428 square feet/ 620 acres 

Building space: 376,949 square feet 
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Land area: 33,507.99 square feet 

Building space: 22,949.75 square feet 

幕僚室 

2020/10/23 

更新 

2020/10/23更新: 

 

• 圖片: 

    印度清奈園 

    區實景圖 

 

• 項目總用地面
積：33,507.99

平方米 

 

• 項目已建築面
積：22,949.75

平方米 

 

2020/11/09更新: 

 

•  印度廠區照片 

 （待更新） 

投資人關係 

2020/11/09 

更新 
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幕僚室 

2020/10/23 

更新 

Land area: 66,940.62 square feet 

Building space: 100,830.51 square feet 

2020/10/23更新: 

 

• 圖片: 

    桃園 – 先豐通  

    通訊實景圖 

 

• 項目總用地面
積：66,940.62

平方米 

 

• 項目已建築面
積：100,830.51

平方米 

 

2020/11/09更新: 

 

• 桃園 – 先豐通  

    照片更新 

投資人關係 

2020/11/09 

更新 
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2020/11/09更新: 

 

• 標題 & 圖片: 

    粵港澳大灣區    

    總部大樓 

 

• 灣區照片 

 （待更新） 

董辦 

2020/11/05 

更新 

投資人關係 

2020/11/09 

更新 

濱海文化公園 
(歡樂海岸2.0) 

灣區之光 

寶安體育館 

寶安區政府 

圖書館 

青少年宮 

灣區之聲 

歌劇院 

騰訊“互聯網+”未來科技城 

大鏟灣 

全球最大展館- 

深圳國際會展中心 

濱海廣場 

瑞吉酒店 
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董辦 

2020/11/05 

更新 

投資人關係 

2020/11/09 

更新 



19 

Ranked 35 of ―Taiwan’s Top 2000 Manufacturing 

Companies‖ in 2019. (reported by CommonWealth magazine) 

Ranked 185 of ―Greater-China Top 1000 

Companies by Market Cap‖ in 2019.  
(reported by Business Today magazine) 

2020/10/28更新: 

 

• 2019年《天下
雜誌》臺灣
2000大企業製
造業排名 35 

 

• 2019年《今週
刊》兩岸三地
1000大市值排
名 185 

 

• 第四屆深圳工
業大獎 (2019

年11月18日授
獎) 

董辦 

2020/10/28 

更新 

投資人關係 

2020/11/09 

更新 
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Monitor Router Gaming & Accessory 

Portable Gaming 

Storage 

Switch 

Wearable Device 

Notebook 

Automobile 

Desktop 

VR & MR 

Tablet 

Smart Phone 

Server 

SLP 

RPCB 

FPC 

HDI 
One 

ZDT 

ICS 

CoF 

Rigid  

Flex 

Module 

2020/09/18更新: 

 

• 待確認: 

    最新版本 
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投資人關係 

2020/08/15 

更新 
Audio 

RF  

Antenna 
Touch  

Display 

ADAS 

Energy  

& Power Thermal  

Management  Cloud Internet  

Facility 

Main  

Board 

Bio Sensor 

Advanced  

Materials 

Camera 

Automotive 

Electronics 

Bio 

Electronics 

Wearable Devise 

Consumer 

Electronics Telecommunication 

Sensing  

& Mobility 

Augmented  

Human 
Post-Classical  

Computing &  

Communication 

Digital  

Ecosystems 
Advanced AI  

& Analytics 
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Muti-layer 

connection 

High 

Reliability 

High Frequency 

High Speed 

Thinner 

Integration 

 

Miniature 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborate  

Product 

Heat 

Dissipation 

 

High 

Density 
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Automotive 

Radar 

Optical 

Module 

Server/ 
Storage 

Small 

Cell 

Back 

Plane 

Switch/

Router 

Antenna 

Power 

Edge Plating 

Sequential 

Build Up 

Micro-via 

High AR + PoFV 

>20L HLC 

Embedded 

Cu coin 

Plated Heavy 

Cu (6~10oz) 

董辦  

2020/10/22 

更新 

Sever Platform 

Hybrid Material 

Dk=3.0 Dk=10.0 

Standard FR-4 

Material inlay 

Back Drilling 

Antenna for 

Satellite 

Air Filled SIW 
Small Cell 

Antenna 
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Interior  

Radar  

(62 GHz) 

Chip  

Embedded 

77GHz  

Rader 

Air-filled  

SIW 77GHz  

Rader 

Bus Bar  

PCB 

Electrical 

Motorbike 

8 Layers, Deep control 

via (RO3003+FR-4) 
Embedded Waveguide 

Slot Antenna 

Taconic  

TSM-DS3 + FR-4 

MOSFET chip 

Embedded High Power 

Modulus  

Silver Sintering 

Cu-coin Heat Sink 

High Power 4 Layers 

(17 Embedded Cu-coins) 
Bus Bar PCB 

董辦  

2020/10/22 

更新 
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2020/11/06更新: 

 

•  2020年度:  

    累計專利申請 

     2,328件 

    累計有效獲證 

    1,027件 

 

2020/11/09更新: 

 

•  2020年度:  

    累計專利申請 

    含先豐100件; 

    累計有效獲證 

    含先豐44件 

 

投資人關係 

2020/11/09 

更新 

法務 

2020/09/30 

更新 

1027 

372 

472 

588 

702 
787 

904 

1322 

1606 
1480 

1779 
1931 

2119 

2328 

董辦 

2020/11/05 

更新 

are invention patents
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清華大學 
(北京,深圳研究生院) 
Tsinghua University 

北京大學 
(深圳研究生院) 

Peking University 

香港城市大學 
(香港) 

City University of Hong Kong 

清華大學 
(臺灣.新竹) 

Tsing Hua University 

成功大學 
(臺灣.台南) 

National Cheng Kung 
University 

交通大學 
(臺灣.新竹) 

National Chiao Tung 
University 

哈爾濱工業大學 
(廣東.深圳) 

Harbin Institute of 
Technology 

中山大學 
(廣東.廣州) 

Sun Yat-sen University 

台灣科技大學 
(臺灣.臺北) 

National Taiwan  
University of Science 

and Technology 

中央大學 
(臺灣.桃園) 

National Central 
University 

台北科技大學 
(臺灣.臺北) 

National Taipei  
University of Technology 

東南大學 
(江蘇.南京) 

Southeast University 

深圳大學 
(廣東.深圳) 

Shenzhen University 

中興大學 
(臺灣.台中) 

National Chung Hsing  
University 

逢甲大學 
(臺灣.台中) 
Feng Chia 
University 

燕山大學 
(河北.秦皇島) 

Yanshan 
University 

中原大學 
(臺灣.桃園) 
Chung Yuan 
Christian 
University 

廣東工業大學 
(廣東.廣州) 

Guangdong University 
of Technology 

元智大學 
(臺灣.桃園) 

Yuan Ze University 

河北工業大學 
(天津) 

Hebei University of 
Technology 

中科院深圳 
先進技術研究院 

(廣東，深圳) 
SIAT 

臺灣工業技術
研究院 

（臺灣，新竹） 
ITRI 

深圳資訊通信研究院 
（中國資訊通信研究院南方分院） 

(廣東，深圳) 
SAICT 

*高校依據QS世界大學排名 

研發處 

2020/09/25 

更新 

2020/09/25更新: 

 

• 香港城市大學 

• 深圳資訊通信
研究院 

 

2020/11/09更新: 

 

• 資料截至
2020/10/31 

董辦 

2020/11/05 

更新 
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資訊處 KK 

2020/09/24 

更新 
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Enhance  

Quality/ 

Efficiency 

 

28 

Simplification Automative 

Resuce 

Cost/ 

Inventory 

Intelligent Intellectual 

EAP MCS 
Data 

Storage AGV 
Date 

Collection 

MES RTD 
Smart 
Storage SFC 

HR EDA OA 

SCM SAP 

Big Data 

1.0 

YMS 

Smart 

Process 

FDC 

CRM 

Big Data 

2.0 

Big Data 

3.0 
Big Data 

4.0 

Cloud 

PLM 

AI 

Block 

Chain 

Machine 

Learning 

Automation 
ZDT2.0 

Big data 
ZDT 3.0 

Could 
ZDT 4.0 

IT 
Service 

Email 
System Pipeline Punch  

Card 
Facial 

System 
Corp 
Com 

Security 
Anti-
virus Website Log-in 

New Number 

Factory 

Smart  

Manufacturing 

資訊處 KK 

2020/09/24 

更新 
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環保處 

2020/11/09 

更新 

2020/11/09更新: 

 

• 2020年 

    綠色榮譽: 87項 

    (待確認） 

 

• 資料截至   

    2020/10/30 

董辦 

2020/11/05 

更新 

18 Awards  

Received in 

Qinhuandao 

5 Awards Received  

from US Customers 

 

87 
 

• A supplier goes above  

  and beyond for the   

  environment (APPLE) 

• Best greenhouse gas  

  emissions  

• Best CSR   

• Green factory 

• Zero waste certification (ZWP) 

• UL platinum certification   

• AWS platinum certification   

• Green factory 

• Jiangsu green label  

   enterprise  

• Huaian best water saving   

• AWS platinum certification 

• Green supply chain   

37 Awards  

Received in 

Huaian 

27 Awards Received 

in Shenzhen 
• Green factory 

• Guangdong green label  

  enterprise  

• Guangdong best  

  eco-friendly enterprise 

• AWS platinum certification 
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Publication on March 8, 2018 

 —— Source: Apple’s Supplier Responsibility 2018 Progress Report 
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環保處 

2020/10/28 

更新 

董辦 

2020/11/05 

更新 

AWS（Alliance For Water Stewardship) is a global membership collaboration comprising businesses, 

NGOs and the public sector. Its members contribute to the sustainability of local water-resources 

through their adoption and promotion of a universal framework for the sustainable use of water. 

 —— Source: Apple’s Supplier Responsibility 2020 Progress Report 

Publication on  

May 15, 2020 
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董辦 

2020/11/05 

更新 

（No parties,  power struggle and corruption） 
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Community Strategic 

Partners 
Employees Customers Shareholders 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technology development, benefit of mankind; environment 

protection, make the planet a better place 

Leading the PCB industry for related developments  

Integrity, Responsibility, Innovation, Excellence, and Altruism 

Cornerstone for the ZDT’s Development  

Value 

Vision 

Mission 
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Core Technology 
New product, New Technology, New Equipment, New 

Material, and New Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manufacturing 

Technology 

PCB Platform 

Global Leading Customers 

EMS providers to 

ODM/OEM 

EMS built by Global 

Leading Brand 

Strategic Equipment 

Vendors 

Specialized R&D 

Institutions 

Strategic Material 

Suppliers 

Innovation 

Partnership 
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